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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理液を用いて液処理する液処理部と、
　前記液処理部で液処理した後の湿潤状態の前記基板を乾燥処理する乾燥処理部と、
　前記液処理部で液処理する前の乾燥状態の前記基板を載置する基板載置部と、
　前記基板載置部から前記液処理部へ処理前の前記基板を搬送する第１搬送部と、
　前記液処理部から前記乾燥処理部へ湿潤状態の前記基板を搬送する第２搬送部と、
　前記液処理部で液処理する前の前記基板を前記基板載置部へ搬送するとともに、前記乾
燥処理部から乾燥処理後の前記基板を搬送する第３搬送部とを有し、
　前記第３搬送部と面する側に前記第１搬送部と前記第２搬送部と前記乾燥処理部と前記
基板載置部が並べて配置されるとともに、前記乾燥処理部と前記基板載置部との間に前記
第１搬送部と前記第２搬送部とが配置され、前記第１搬送部と前記第２搬送部に面し前記
第３搬送部と反対側に前記液処理部が配置され、前記第３搬送部と前記液処理部との間に
前記第１搬送部と前記第２搬送部とが配置されることを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　１個の前記第１搬送部及び前記第２搬送部に対して複数個の前記液処理部又は前記乾燥
処理部を設けて、前記第１搬送部及び前記第２搬送部を複数個の前記液処理部又は前記乾
燥処理部で共用することを特徴とする請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項３】
　前記第３搬送部は、複数枚の前記基板を収容したキャリアとの間で前記基板の搬送を行
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うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記乾燥処理部は、容器本体に対して蓋体及び基板載置台を内部に収容した処理位置と
外部に退避した待機位置とに移動可能とし、前記乾燥処理部の蓋体及び基板載置台の待機
位置に前記第２搬送部により前記基板を搬入し、前記乾燥処理部の蓋体及び基板載置台の
待機位置から前記第３搬送部により前記基板を搬出することを特徴とする請求項１～請求
項３のいずれかに記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記乾燥処理部は、湿潤状態の前記基板を超臨界流体を用いて乾燥処理することを特徴
とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の基板処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理装置に関するものであり、特に、液処理部を用いて基板を処理液で
液処理した後に超臨界乾燥処理部を用いて基板を超臨界流体で乾燥処理する基板処理装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、半導体部品やフラットパネルディスプレイなどを製造する場合には、半導体
ウエハや液晶基板などの基板に対して基板処理装置を用い、各種の処理液で洗浄やエッチ
ング等の液処理を施した後に、基板に残留した処理液を除去する乾燥処理を施す。
【０００３】
　この基板処理装置では、液処理部を用いて基板を処理液で液処理し、その後、超臨界乾
燥処理部を用いて基板に残留する処理液を超臨界状態の流体（超臨界流体）に置換した後
に気化させることで基板を乾燥処理している。
【０００４】
　この超臨界乾燥処理を行う基板処理装置では、基板を液処理部に搬入するとともに超臨
界乾燥処理部から基板を搬出する基板搬送部を設けている。
【０００５】
　従来の基板処理装置では、液処理部への基板の搬入と超臨界乾燥処理部からの基板の搬
出とを同一の基板搬送部を用いて行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３２９６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、上記従来の基板処理装置では、基板搬送部で基板を液処理部に搬入する際に
、液処理部において飛散や揮発した処理液が基板搬送部に転着するおそれがある。
【０００８】
　液処理部で処理液が基板搬送部に転着してしまうと、その後に同一の基板搬送部で超臨
界乾燥処理部から基板を搬出する際に、基板搬送部から処理後（液処理及び乾燥処理後）
の基板に処理液が転着してしまい、処理後の基板の表面が汚染されるおそれがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、本発明では、基板処理装置において、基板を処理液を用いて液処理する液処理
部と、前記液処理部で液処理した後の湿潤状態の前記基板を乾燥処理する乾燥処理部と、
前記液処理部で液処理する前の乾燥状態の前記基板を載置する基板載置部と、前記基板載



(3) JP 6559087 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

置部から前記液処理部へ処理前の前記基板を搬送する第１搬送部と、前記液処理部から前
記乾燥処理部へ湿潤状態の前記基板を搬送する第２搬送部と、前記液処理部で液処理する
前の前記基板を前記基板載置部へ搬送するとともに、前記乾燥処理部から乾燥処理後の前
記基板を搬送する第３搬送部とを有し、前記第３搬送部と面する側に前記第１搬送部と前
記第２搬送部と前記乾燥処理部と前記基板載置部が並べて配置されるとともに、前記乾燥
処理部と前記基板載置部との間に前記第１搬送部と前記第２搬送部とが配置され、前記第
１搬送部と前記第２搬送部に面し前記第３搬送部と反対側に前記液処理部が配置され、前
記第３搬送部と前記液処理部との間に前記第１搬送部と前記第２搬送部とが配置されるこ
とにした。
【００１０】
　また、前記乾燥処理部は、湿潤状態の前記基板を超臨界流体を用いて乾燥処理すること
にした。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明では、乾燥処理後の基板に処理液が転着するのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】基板処理装置を示す平面説明図。
【図２】同側面断面説明図。
【図３】基板処理ユニットを示す拡大説明図。
【図４】液処理部を示す断面説明図。
【図５】超臨界乾燥処理部を示す断面説明図。
【図６】基板処理ユニットでの基板処理方法を示す説明図。
【図７】実施例２に係る基板処理装置を示す平面説明図。
【図８】実施例３に係る基板処理装置を示す平面説明図。
【図９】実施例４に係る基板処理装置を示す平面説明図。
【図１０】実施例５に係る基板処理装置を示す平面説明図。
【図１１】実施例６に係る基板処理装置を示す平面説明図。
【図１２】実施例７に係る基板処理装置を示す側面断面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明に係る基板処理装置の具体的な構成について図面を参照しながら説明す
る。
【００１４】
［実施例１］
　図１及び図２に示すように、基板処理装置１は、前端部に搬入出部２を形成し、搬入出
部２の後方に搬送部３を形成し、搬送部３の後方に処理部４を形成する。また、基板処理
装置１は、基板処理装置１の全体の制御を行なう制御部８０を備えている。
【００１５】
　制御部８０は、例えばコンピュータであり、動作制御部と記憶部とを備える。動作制御
部は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）で構成されており、記憶部に記憶され
ているプログラムを読み出して実行することにより、基板処理装置１の動作を制御する。
記憶部は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ハー
ドディスク等の記憶デバイスで構成されており、基板処理装置１において実行される各種
処理を制御するプログラムを記憶する。なお、プログラムは、コンピュータにより読み取
り可能な記憶媒体に記録されたものであってもよいし、その記憶媒体から記憶部にインス
トールされたものであってもよい。コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体としては
、例えば、ハードディスク（ＨＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、コンパクトディス
ク（ＣＤ）、マグネットオプティカルディスク（ＭＯ）、メモリカード等が挙げられる。
記録媒体には、例えば、基板処理装置１の動作を制御するためのコンピュータにより実行
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されたときに、コンピュータが基板処理装置１を制御して基板の処理方法を実行させるプ
ログラムが記録される。
【００１６】
　搬入出部２は、基板搬入出台５の上部に複数個（ここでは、４個）のキャリア６を左右
に並べて載置可能としている。キャリア６には、処理前又は処理後の複数枚（たとえば、
25枚）の基板７（ここでは、半導体ウエハ）が収容される。
【００１７】
　搬送部３は、前側に基板搬送装置８を配置するとともに、後側に基板受渡台９を配置す
る。基板搬送装置８は、前後左右及び回転方向に移動可能となっており、キャリア６と基
板受渡台９との間で複数枚の基板７を搬送する。
【００１８】
　処理部４は、中央部に前後に伸延する基板搬入出部１０（第３搬送部）を配置するとと
もに、基板搬入出部１０の左右に基板処理ユニット１１を前後に並べて配置する。ここで
、基板処理ユニット１１は、基板載置部１２、基板搬送部１３、液処理部１４、超臨界乾
燥処理部１５（乾燥処理部）とで構成する。
【００１９】
　基板搬入出部１０は、前後に伸延するレール１６に沿って移動可能な搬送台１７に１枚
の基板７を水平に保持する基板保持体１８，１９を可動体２０を介して回転・昇降・進退
可能に取付けている。ここで、一方の基板保持体１８は、処理前の基板７を基板受渡台９
から基板処理ユニット１１（基板載置部１２）に搬入するときに使用され、他方の基板保
持体１９は、処理後の基板７を基板処理ユニット１１（超臨界乾燥処理部１５）から基板
受渡台９に搬出するときに使用される。これにより、基板７の搬入・搬出時に塵等が基板
７に転着するのを防止する。ここでは、同一の移動機構（レール１６、搬送台１７、可動
体２０）に基板搬入用の基板保持体１８と基板搬出用の基板保持体１９を設けた構成とし
ているが、基板搬入用の基板保持体１８と基板搬出用の基板保持体１９とをそれぞれ別個
の移動機構に設けて、基板搬入部と基板搬出部とに明確に分離した構成とすることもでき
る。
【００２０】
　基板処理ユニット１１は、図３に示すように、基板搬入出部１０と面する側に基板載置
部１２と超臨界乾燥処理部１５とを配置する。これにより、基板搬入出部１０から基板載
置部１２に基板７を搬入することができ、超臨界乾燥処理部１５から基板搬入出部１０に
基板７を搬出することができる。また、基板処理ユニット１１は、基板載置部１２と超臨
界乾燥処理部１５との間に基板搬送部１３を配置するとともに、基板搬送部１３とは反対
側（基板処理装置１の外部側）に液処理部１４を配置することで、基板搬送部１３の周囲
に基板載置部１２と液処理部１４と超臨界乾燥処理部１５とを配置する。これにより、基
板搬送部１３で基板７を基板載置部１２から液処理部１４、液処理部１４から超臨界乾燥
処理部１５へと搬送する際の搬送時間や搬送距離を短くし、基板処理装置１での処理時間
の短縮（スループットの向上）や基板処理装置１の小型化（フットプリント（占有面積）
の低減）を図ることができる。
【００２１】
　基板載置部１２は、基板７を載置するための載置台２１を有し、載置台２１と基板搬入
出部１０との間に搬入口２２を形成する。基板７は、基板搬入出部１０の基板搬入用の基
板保持体１８によって搬入口２２から載置台２１の上部に載置される。なお、ここでは、
基板載置部１２に１個の載置台２１を設ける構成としているが、基板載置部１２に複数個
の載置台２１を上下に並べて設けて複数枚の基板７をストックしておけるようにすること
もできる。また、隣り合う基板処理ユニット１１に設けられる基板載置部１２を上下に並
べて配置する（平面視の配置としては図７と同様とすることができる。）ことで、基板処
理装置１の小型化を図ることもできる。
【００２２】
　基板搬送部１３は、密閉可能な基板搬送室２３の内部に基台２４を設け、基台２４の上



(5) JP 6559087 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

部に乾燥基板用搬送部２５（第１搬送部）と湿潤基板用搬送部２６（第２搬送部）とを形
成する。乾燥基板用搬送部２５は、基台２４の上部に取付けた多軸アーム２７に基板保持
体２８が取付けられる。これにより、乾燥基板用搬送部２５は、基板保持体２８を用いて
基板載置部１２から乾燥状態の基板７を受取り、その基板７を液処理部１４に受け渡す。
また、湿潤基板用搬送部２６は、基台２４の上部に取付けた多軸アーム２９に基板保持体
３０が取付けられる。これにより、湿潤基板用搬送部２６は、基板保持体３０を用いて液
処理部１４から湿潤状態の基板７を受取り、その基板７を超臨界乾燥処理部１５に受け渡
す。なお、ここでは、２台の多軸アーム２７，２９にそれぞれ基板保持体２８，３０を取
付けて乾燥基板用搬送部２５と湿潤基板用搬送部２６とに明確に分離した構成としている
が、１台の移動機構（多軸アーム等）に２個の基板保持体２８，３０を取付けることで１
台の移動機構が乾燥基板用搬送部２５と湿潤基板用搬送部２６とを兼用する構成とするこ
ともできる。
【００２３】
　この基板搬送部１３は、基板搬送室２３によって基板搬入出部１０や基板載置部１２や
液処理部１４や超臨界乾燥処理部１５とは区画されており、基板載置部１２と液処理部１
４と超臨界乾燥処理部１５との間に開閉可能な開口３１，３２，３３が形成されている。
【００２４】
　液処理部１４は、基板７を処理液で液処理するための液処理装置３４を有する。この液
処理装置３４は、図４に示すように、回転機構３５にターンテーブル３６を取付けるとと
もに、ターンテーブル３６の周縁に保持体３７を円周方向に向けて間隔をあけて取付けて
いる。これにより、液処理装置３４は、保持体３７で水平に保持した基板７を回転機構３
５によって回転させる。また、液処理装置３４は、ターンテーブル３６（基板７）の外周
外方にカップ３８を配置するとともに、カップ３８に昇降機構３９を接続している。これ
により、液処理装置３４は、基板７の搬入出時にカップ３８を降下させるとともに、基板
７の液処理時にカップ３８を上昇させて処理液を回収する。さらに、液処理装置３４は、
ターンテーブル３６（基板７）の上方に洗浄処理用ノズル４０とリンス処理用ノズル４１
と乾燥防止処理用ノズル４２とをそれぞれ独立して移動可能に配置している。洗浄処理用
ノズル４０には、フッ化水素水溶液等の洗浄液を供給する洗浄液供給機構４３が接続され
ている。リンス処理用ノズル４１には、純水等のリンス液を供給するリンス液供給機構４
４が接続されている。乾燥防止処理用ノズル４２には、液処理後の基板７の表面を被覆し
て乾燥を防止するための液体（イソプロピルアルコール、ハイドロフルオロエーテル、ア
セトン等の有機溶剤）を供給する乾燥防止用液体供給機構４５が接続されている。
【００２５】
　超臨界乾燥処理部１５は、基板７を超臨界流体で乾燥処理するための超臨界乾燥処理装
置４６を有し、超臨界乾燥処理装置４６と基板搬入出部１０との間に搬出口２２’を形成
する。基板７は、基板搬入出部１０の基板搬出用の基板保持体１９によって搬出口２２’
から搬出される。この超臨界乾燥処理装置４６は、図５に示すように、前端を開口させた
矩形箱型状の容器本体４７の後端部に吸入口４８と排出口４９とを形成し、吸入口４８に
二酸化炭素等の超臨界状態の流体を供給する処理流体供給機構５０を接続するとともに、
排出口４９に開閉バルブ等からなる排出機構５１を接続している。また、超臨界乾燥処理
装置４６は、容器本体４７の前端部に蓋体５２と基板載置台５３とを開閉可能に取付けて
いる。これらの蓋体５２及び基板載置台５３は、容器本体４７に対して内部に収容した処
理位置と外部に退避した待機位置とに進退移動可能となっており、基板７を搬入及び搬出
するための搬入出機構として動作する。なお、蓋体５２及び基板載置台５３が容器本体４
７の外部に位置する待機位置には、基板載置台５３を貫通し上下に昇降可能な例えば３本
からなる基板支持ピン７０が設けられ、この基板支持ピン７０は基板載置台５３と基板搬
送部１３と基板搬入出部１０との基板７の受け渡しを行う。より詳しくは基板搬送部１３
により基板支持ピン７０に基板７を搬入し基板支持ピン７０が下降し基板載置台５３に受
け渡す。また、乾燥処理が行われたのち基板支持ピン７０が上昇し基板載置台５３の基板
７を受取り、基板支持ピン７０上の基板７を基板搬入出部１０により搬出する。さらに、
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超臨界乾燥処理装置４６は、容器本体４７の上面及び下面に内部を加熱する加熱器５４を
取付けている。この超臨界乾燥処理装置４６は、容器本体４７と蓋体５２との間の高耐圧
パッキンの交換などのメンテナンス作業性を向上させるために、基板処理装置１の外側（
基板搬入出部１０とは反対側）に配置されるのが望ましい。
【００２６】
　上記処理部４には、例えばエリア別に送風機構５５が設けられており、送風機構５５に
よって基板搬入出部１０や基板処理ユニット１１の内部に清浄な空気を上方から下方へ向
けて送風している。また、基板処理ユニット１１の基板搬送室２３や超臨界乾燥処理部１
５には、湿潤状態の基板７を搬送するときは清浄な空気から窒素ガスに切り替えて供給す
ることで、基板搬送室２３の内部を外部よりも低酸素で低湿度な状態としている。これに
より、液処理部１４での液処理前の基板７の表面の酸化や液処理後の基板７の表面を被覆
する乾燥防止用液体の揮発を抑制している。なお、基板処理ユニット１１の基板搬送室２
３や超臨界乾燥処理部１５には、湿潤状態の基板７を搬送するときに清浄な空気から窒素
ガスに切り替えて供給するようにしてもよい。また、基板搬送室２３や超臨界乾燥処理部
１５に常時窒素ガスを供給するようにしてもよい。
【００２７】
　基板処理装置１は、以上に説明したように構成されており、処理部４において基板搬入
出部１０（第３搬送部）と面する側に乾燥基板用搬送部２５（第１搬送部）と湿潤基板用
搬送部２６（第２搬送部）と超臨界乾燥処理部１５（乾燥処理部）が配置され、乾燥基板
用搬送部２５（第１搬送部）と湿潤基板用搬送部２６（第２搬送部）に面するとともに基
板搬入出部１０（第３搬送部）とは反対側に液処理部１４が配置される。また、基板処理
装置１は、処理部４において基板搬入出部１０（第１搬送部）と乾燥基板用搬送部２５（
第２搬送部）と湿潤基板用搬送部２６（第３搬送部）に面する側に液処理部１４で液処理
する前の乾燥状態の基板７を載置する基板載置部１２が配置される。
【００２８】
　そして、基板処理装置１は、制御部８０によって動作が制御される。この基板処理装置
１では、処理前の基板７がキャリア６に収容された状態で搬入出部２に搬入され、搬送部
３の基板搬送装置８を用いていずれかのキャリア６から複数枚の基板７が基板受渡台９へ
と搬送され、基板７が１枚ずつ処理部４で処理される。処理部４で処理された基板７は、
搬送部３の基板搬送装置８を用いて基板受渡台９からいずれかのキャリア６に搬送される
。
【００２９】
　処理部４では、図６（ａ）に示すように、基板搬入出部１０の基板搬入用の基板保持体
１８を用いて液処理前の乾燥状態の基板７が１枚ずつ基板受渡台９からいずれかの基板処
理ユニット１１の基板載置部１２に搬入される。
【００３０】
　その後、図６（ｂ）に示すように、乾燥基板用搬送部２５の基板保持体２８を用いて乾
燥状態の基板７が基板載置部１２から液処理部１４に搬送される。基板７は、液処理部１
４の液処理装置３４によって処理液で液処理される。液処理部１４では、液処理装置３４
によって基板７を回転させた状態で基板７の表面に向けて洗浄処理用ノズル４０から洗浄
液を供給して基板７の洗浄処理を行う。次に、リンス処理用ノズル４１からリンス液を供
給して基板７のリンス処理を行う。次に、基板７の表面に向けて乾燥防止処理用ノズル４
２から乾燥防止用の液体を供給し、基板７の表面を乾燥防止用の液体で被覆することで基
板７を湿潤状態にする。
【００３１】
　その後、図６（ｃ）に示すように、湿潤基板用搬送部２６の基板保持体３０を用いて湿
潤状態の基板７（表面が乾燥防止用液体で被覆された状態の基板７）が液処理部１４から
超臨界乾燥処理部１５に搬送される。基板７は、超臨界乾燥処理部１５の超臨界乾燥処理
装置４６によって超臨界流体で超臨界乾燥処理される。超臨界乾燥処理部１５では、超臨
界乾燥処理装置４６の基板載置台５３によって基板７を容器本体４７の内部に収容すると



(7) JP 6559087 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

ともに、容器本体４７を蓋体５２で密閉する。次に、容器本体４７の内部に処理流体供給
機構５０から超臨界状態の流体を供給し、基板７の表面の乾燥防止用の液体を超臨界状態
の流体で置換する。次に、排出機構５１によって容器本体４７の内部から超臨界状態の流
体を排出して容器本体４７の内部の減圧を行う。これにより、基板７は、超臨界乾燥処理
が施されて乾燥状態となる。次に、基板載置台５３によって基板７を容器本体４７の外部
に搬送する。
【００３２】
　その後、図６（ｄ）に示すように、基板搬入出部１０の基板搬出用の基板保持体１９を
用いて液処理及び超臨界乾燥処理後の乾燥状態の基板７が基板処理ユニット１１の超臨界
乾燥処理部１５から基板受渡台９に搬出される。
【００３３】
　基板処理装置１では、基板搬入出部１０から液処理部１４に基板７を搬送する経路の途
中に基板載置部１２と乾燥基板用搬送部２５とを設け、基板７を基板搬入出部１０から基
板載置部１２に搬入した後に、基板載置部１２から液処理部１４に乾燥基板用搬送部２５
を用いて基板７を搬送する。そのため、基板処理装置１では、基板搬入出部１０（特に、
基板保持体１８）が液処理部１４（特に、液処理装置３４）の内部に侵入することが無く
、液処理部１４において処理液（特に、揮発性の高いイソプロピルアルコール等の有機溶
剤）が基板搬入出部１０（基板保持体１８）に付着して汚染されてしまうのを防止するこ
とができる。これにより、基板搬入出部１０を介して処理液が超臨界乾燥処理部１５で乾
燥処理した基板７に転着して基板７が汚染されてしまうのを防止することができ、基板処
理装置１の歩留まりを向上させることができる。
【００３４】
　上記基板処理装置１は、以上に説明したように構成しているが、本発明に係る基板処理
装置は、上記構成に限られず、以下に説明するような構成とすることもできる。なお、以
下の説明においては、上記実施例１と同様の構成のものには同一の符号を付して説明を省
略する。
【００３５】
［実施例２］
　上記実施例１に係る基板処理装置１では、１個ずつの基板載置部１２、基板搬送部１３
、液処理部１４、超臨界乾燥処理部１５で基板処理ユニット１１を構成しているが、これ
に限られず、図７に示す基板処理装置５６のように、１個の基板載置部１２に対して複数
個（ここでは、２個）の基板搬送部１３、液処理部１４、超臨界乾燥処理部１５で基板処
理ユニット５７を構成することもできる。なお、１個の基板載置部１２に複数個の載置台
２１を設けて複数枚の基板７をストックできるようにしてもよい。
【００３６】
　これにより、１個の基板載置部１２を複数個の液処理部１４等で共用することができる
ので、より一層基板処理装置５６の小型化（フットプリント（占有面積）の低減）を図る
ことができ、それに伴って、基板７の搬送距離が短くなって基板処理装置５６での処理時
間を短縮（スループットを向上）することができる。
【００３７】
［実施例３］
　上記実施例１に係る基板処理装置１では、基板載置部１２を基板搬送部１３、液処理部
１４、超臨界乾燥処理部１５と同様の高さに配置して基板処理ユニット１１を構成してい
るが、これに限られず、図８に示す基板処理装置５８（基板処理ユニット５９）のように
、超臨界乾燥処理部１５の上方に基板載置部１２を配置してもよい。なお、基板載置部１
２は、超臨界乾燥処理部１５の下方に配置してもよく、また、液処理部１４の上方又は下
方に配置してもよい。
【００３８】
　このように、基板載置部１２を液処理部１４又は超臨界乾燥処理部１５の上方又は下方
に重ねて（完全に重なっている場合に限られず、部分的に重なっている場合も含まれる。
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）配置することによっても、より一層基板処理装置５８の小型化（フットプリント（占有
面積）の低減）を図ることができる。
【００３９】
［実施例４］
　上記実施例１に係る基板処理装置１では、１個ずつの基板載置部１２、基板搬送部１３
、液処理部１４、超臨界乾燥処理部１５で基板処理ユニット１１を構成しているが、これ
に限られず、図９に示す基板処理装置６０のように、１個の基板搬送部１３及び液処理部
１４に対して複数個（ここでは、２個）の基板載置部１２及び超臨界乾燥処理部１５で基
板処理ユニット６１を構成することもできる。なお、ここでは、１個の基板搬送部１３に
対して１個の液処理部１４と複数個の超臨界乾燥処理部１５を設けた構成としているが、
１個の基板搬送部１３に対して１個の超臨界乾燥処理部１５と複数個の液処理部１４を設
けた構成や、１個の基板搬送部１３に対して複数個の液処理部１４及び超臨界乾燥処理部
１５を設けた構成とすることもできる。
【００４０】
　このように、１個の基板搬送部１３に対して複数個の液処理部１４又は超臨界乾燥処理
部１５を設けることによっても、１個の基板搬送部１３を複数個の液処理部１４又は超臨
界乾燥処理部１５で共用することができるので、より一層基板処理装置６０の小型化（フ
ットプリント（占有面積）の低減）を図ることができ、それに伴って、基板７の搬送距離
が短くなって基板処理装置６０での処理時間を短縮（スループットを向上）することがで
きる。なお、液処理部１４と超臨界乾燥処理部１５との間で処理時間に差がある場合には
、処理時間の長い方（ここでは、超臨界乾燥処理部１５）を処理時間の短い方（ここでは
、液処理部１４）よりも多く設けることで基板処理装置６０全体での処理時間を短くする
ことができるのでより望ましい。
【００４１】
［他の変形例］
　上記実施例１～４に係る基板処理装置１，５６，５８，６０では、搬入出部２と処理部
４との間に搬送部３を設けた構成としているが、これに限られず、図１０に示す基板処理
装置６２（実施例５）又は図１１に示す基板処理装置６３（実施例６）のように、搬送部
３を無くし、処理部４の基板搬入出部１０で基板７を搬入出部２から基板処理ユニット６
４，６５に１枚ずつ直接搬送するように構成してもよい。
【００４２】
　これにより、基板搬入出部１０でキャリア６から基板７を基板載置部１２へ直接搬入す
ることができるとともに、超臨界乾燥処理部１５から基板７をキャリア６へ直接搬出する
ことができるので、より一層基板処理装置６２，６３の小型化（フットプリント（占有面
積）の低減）を図ることができ、それに伴って、基板７の搬送距離が短くなって基板処理
装置６２，６３での処理時間を短縮（スループットを向上）することができる。
【００４３】
　なお、上記実施例１～６に係る基板処理装置１，５６，５８，６０，６２，６３では、
たとえば、図１２に示す基板処理装置６６（実施例７）のように、基板搬入出部１０及び
基板処理ユニット１１（５７，５９，６１，６４，６５）を上下に複数並べて配置して、
基板７の処理能力（時間当たりの処理枚数）を向上させることもできる。
【００４４】
　上記実施例１～６に係る基板処理装置１，５６，５８，６０，６２，６３、６６では、
基板７を超臨界流体を用いて乾燥処理するようにしたが、これに限られず、亜臨界流体や
他の流体、またはその他の乾燥手段を用いて基板７を乾燥するようにしてもよい。
【００４５】
　上記実施例１～６に係る基板処理装置１，５６，５８，６０，６２，６３、６６では、
基板搬入出部１０で基板７を基板載置部１２に搬入するようにしたが、これに限られず、
基板載置部１２を設けず基板７を基板搬送部１３の乾燥基板用搬送部２５に直接搬入する
ようにしてもよい。これにより、より一層基板処理装置１の小型化を図ることができる。
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【符号の説明】
【００４６】
　１　基板処理装置
　７　基板
　１０　基板搬入出部
　１２　基板載置部
　１３　基板搬送部
　１４　液処理部
　１５　超臨界乾燥処理部
　２５　乾燥基板用搬送部
　２６　湿潤基板用搬送部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】

【図１２】



(11) JP 6559087 B2 2019.8.14

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  清原　康雄
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  岡村　聡
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  枇杷　聡
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  山元　伸矢
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  大川　勝宏
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  矢羽田　慶一
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内
(72)発明者  中原　哲郎
            東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー　東京エレクトロン株式会社内

    審査官  石丸　昌平

(56)参考文献  特開２００３－１００６９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２５４９０４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０４　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６７７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

